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Abstract (en)
[origin: MX2020007981A] The present invention relates to a method for adjusting a passivation composition by determining the redox potential of a
passivation composition as well as to a method for passivating metallic substrates by treatment with a passivation composition.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung einer Passivierungszusammensetzung durch Bestimmung des Redoxpotentials
Passivierungszusammensetzung sowie ein Verfahren zur Passiverung von metallischen Substraten durch Behandlung mit einer
Passivierungszusammensetzung.
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